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FICHA TECNICA (TDS)

CYCOM® 7701

Cytec Industries

Fabricante
Inc.

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Epoxy

En Stock - Listo para
exportar

La resina CYCOM® 7701 es una resina epoxi que cura a 250°F (121°C) disefada
para su uso en laminados estructurales y paneles sandwich de ndcleo de panal
para exteriores de aeronaves. En forma de prepreg, tiene excelente caida y
adherencia. CYCOM 7701 fue creada para la fabricaciéon en autoclave; sin
embargo, también puede ser moldeada por prensado y curada en bolsa de vacio.
El procedimiento de colocacidon recomendado para la resina epoxi CYCOM 7701 es
L-3 o L-6. El procedimiento de curado recomendado es C-6 o C-7.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Autoclavable
Autoextinguible

Usos Aplicaciones
Aeroespaciales
Laminados
Paneles reforzados
Partes estructurales
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Sistema
Sistema Métrico . Método
Imperial

Tela - -

Moldeo por Prensa - -
Formado al vacio -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:

Email:

Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
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mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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